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UMTS Band2 (1850-1910MHz) 4x4mm  Power Amplifier Module

Data Sheet

Description
The ACPM-7332 ��� �� ������ �����he�� ��-���� ��������e ��������� �� ������ �����he�� ��-���� ��������e ������ 
������e ��eve���e�� ��� UMTS B������2. Th��� ��we� ������fie� 
������e ��e����e�� ��� �he �85�-�9��MHz b������w����h. The 
ACPM-7332 �ee��� ��������e��� UMTS ����e������� �e����e�e������ee��� ��������e��� UMTS ����e������� �e����e�e����� 
�� �� 29��B� ������ ��we� ��e�99�. The ������� ������ 29��B� ������ ��we� ��e�99�. The ������� ����9��B� ������ ��we� ��e�99�. The ������� ������B� ������ ��we� ��e�99�. The ������� ���� ��e�99�. The ������� ����. The ������� ����������� ���������� ������� ������ ���� 
������� ��������e ��� ��e�� ����������e���� ���������������� 5��h���������e ��� ��e�� ����������e���� ���������������� 5��h������e ��� ��e�� ����������e���� ���������������� 5��h� 
������ ������ ������ �����h���� ��e�w�����.

The ACPM-7332 �e�����e�� 55�h �e��e�������� �� C���PAM �������C���PAM ������� 
�e�h�������� wh��h ���������� 3 ��we� ����e�� �� b����������� ����wh��h ���������� 3 ��we� ����e�� �� b����������� �������������� 3 ��we� ����e�� �� b����������� ���� 3 ��we� ����e�� �� b����������� ������ b����������� ���� b����������� ���� 
������ h��h ��we� ����e��. The C���PAM ��� ������e b������������ ������e b��������� 
�e�h�������� e��h��������� PA�� ���we� ������e�� e�����e������ ��� e��h��������� PA�� ���we� ������e�� e�����e������ ��� 
��w ������ �e����� ��we� ������e. A���ve b��������� �e�����e ��� 
������e�� �� 5�h �e��e�������� �� e��h�����e PA�� ����he� ��� ��w 
������ ������e. Th��� he���� �� e��e���� ����� ���e. ������e. Th��� he���� �� e��e���� ����� ���e.

The ��we� ������fie� ��� �������������e�� ��� ���� ����v�����e��������fie� ��� �������������e�� ��� ���� ����v�����e�� ��� �������������e�� ��� ���� ����v�����e�� 
I��G��P HBT �he�e��-j��������� B������� T�������������� MMIC 
������w��ve ��������h�� ����e�����e�� �������� �e�h�������� 
�ffe����� ������e-��-�he-���� �e����b�������� �e��e������e �����b�������e����b�������� �e��e������e �����b�������� �e��e������e �����b������ 
������ ����e����e����.

Features
• Th��� P�������e ��.9�� �����Th��� P�������e ��.9�� �����

• ����e��e��� ����e�����������e��e��� ����e������� 

• 3-����e ��we� �������� w��h �b� ������ �����e3-����e ��we� �������� w��h �b� ������ �����e

�� B��������� / M��� P�we� M���e / H��h P�we� M���e

• H��h �������e����� ��� ���� ������ ��we�H��h �������e����� ��� ���� ������ ��we�

• ��-���� ��������e ���������� ��������e��-���� ��������e ���������� ��������e

• I���e������ 5��h� �����h���� ��e�w����� ��� b��h ��� ������I���e������ 5��h� �����h���� ��e�w����� ��� b��h ��� ������ 
������ ������

• �e����-��ee�� ��HS ������������� G�ee��

Applications
• UMTS B������2UMTS B������2

Block Diagram

Ordering Information 

Part Number Number of Devices Container

ACPM-7332-T�� ������ �78�� �7”� T���e/�ee�

ACPM-7332-B�K ��� BU�K

RF In(2) RF Out(8)

Vcc1(1)

Vbp(3)

Ven(5)

Vmode(4)

Impedence
Transformer

Bypass
Circuit

Output
Match

Input Match &
Power Divider

Inter-Stage
Match

Vcc2(10)

Bias Circuit & Control Logic
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Absolute Maximum Ratings
N� ��������e ������������ ������ ���e �������e�e� ��� ��e� ��� ����� ��� �� ���e w��h ���� ��he� �������e�e��� ��e� ��� �� be��w ���������� v����e. ��e� ��� �� be��w ���������� v����e.��e� ��� �� be��w ���������� v����e.

O�e�������� �� ������ �������e �������e�e� ��������e �he��e �������������� w��h �he �e���������� �������e�e��� ��e� ��� �� be��w ���������� 
v����e�� ����� �e����� ��� �e������e��� ��������e.

Description Min. Typ. Max. Unit

��� I����� P�we� �P���� � ��* ��B�

DC S������ �������e ������� ���2� � 3.� 5.� �

������b�e �������e ��e��� � 2.6 3.3 �

M���e C������� �������e ������e� � 2.6 3.3 �

B��������� C������� ��b�� � 2.6 3.3 �

S������e Te��e������e �T����� -55 25 +�25 °C

* H��h P�we� M���e �5��B� ��� B��������� ������ M��� P�we� M���e�

Recommended Operating Condition

Description Min. Typ. Max. Unit

DC S������ �������e ������� ���2� 3.2 3.� �.2 �

������b�e �������e ��e���
��w
H��h

�
�.35

�
2.6

�.5
3.�

�
�

M���e C������� �������e ������e�
��w
H��h

�
�.35

�
2.6

�.5
3.�

�
�

B��������� C������� �������e ��b��
��w
H��h

�
�.35

�
2.6

�.5
3.�

�
�

O�e�������� ���e��e����� ���� �85� �9�� MHz

A�b�e��� Te��e������e �T��� -2� 25 85 °C

Operating Logic Table

Power Mode Ven Vmode Vbp Pout (Rel99) Pout (HSDPA, HSUPA MPR=0dB)

H��h P�we� M���e H��h ��w ��w ~ 29 ��B� ~ 28 ��B�

M��� P�we� M���e H��h H��h ��w ~ �7 ��B� ~ �6 ��B�

B��������� M���e H��h H��h H��h ~ 8 ��B� ~ 7 ��B�

Sh�� D�w�� M���e ��w ��w ��w �� ��



3

Electrical Characteristics for WCDMA Mode 
�� C�������������: ��� = 3.���� �e�� = 2.6��� T = 25°C�� ����/���� = 5��h��� T = 25°C�� ����/���� = 5��h�T = 25°C�� ����/���� = 5��h� 
�� S������� C���fi����������: 3GPP �DPCCH + �DPDCH� U�-����� ����e���� ���e��fie�� ��he�w���e. 3GPP �DPCCH + �DPDCH� U�-����� ����e���� ���e��fie�� ��he�w���e.�DPCCH + �DPDCH� U�-����� ����e���� ���e��fie�� ��he�w���e.DPCCH + �DPDCH� U�-����� ����e���� ���e��fie�� ��he�w���e.� U�-����� ����e���� ���e��fie�� ��he�w���e. U�-����� ����e���� ���e��fie�� ��he�w���e.U�-����� ����e���� ���e��fie�� ��he�w���e.

Characteristics Condition Min. Typ. Max. Unit

O�e�������� ���e��e����� ������e  �85� �� �9�� MHz

G����� H��h P�we� M���e�� P���=29��B� 25 28 ��B

M��� P�we� M���e�� P���=�7��B� �6 2� ��B

B��������� M���e�� P���=8��B� 8 �� �6 ��B

GPS B������ G����� �e�����ve �� T� G������� HPM G����@P���=-�5��B� �� G��@P���=29��B� -� -� ��B

�� B������ G����� �e�����ve �� T� G������� HPM G��@P���=-�5��B� �� G��@P���=29��B� -2 -� ��B

ISM B������ G����� �e�����ve �� T� G������� HPM G����@P���=-�5��B� �� G��@P���=29��B� -23 -� ��B

P�we� A����e�� �������e����� H��h P�we� M���e�� P���=29��B� 36.7 ��.6 %

M��� P�we� M���e�� P���=�7��B� ��.6 �9.5 %

B��������� M���e�� P���=8��B� 8.5 �2.7 %

T����� S������ C���e��� H��h P�we� M���e�� P���=29��B� 575 635 �A

M��� P�we� M���e�� P���=�7��B� 75 ��� �A

B��������� M���e�� P���=8��B� �3.5 2� �A

Q��e���e��� C���e��� H��h P�we� M���e 75 ��� �25 �A

M��� P�we� M���e �5 25 35 �A

B��������� M���e 2 3 � �A

������b�e C���e��� H��h P�we� M���e �� 25 µA

M��� P�we� M���e �� 25 µA

B��������� M���e �� 25 µA

M���e C������� C���e��� M��� P�we� M���e 5 25 µA

B��������� M���e 5 25 µA

B��������� C������� C���e��� B��������� 5 25 µA

T����� C���e��� ��� P�we�-���w�� ����e �e��=���� �����e=���� �b�=�� 5 µA

A��j���e��� Ch������e� 
�e������e ������

 5 MHz �ff��e�
�� MHz �ff��e�

H��h P�we� M���e�� P���=29��B� -��
-53

-37
-�7

��B�
��B�

 5 MHz �ff��e�
�� MHz �ff��e�

H��h P�we� M���e�� P���=28��B�
�HSDPA�� HSUPA MP�=���B�

-��
-52

-36
-�7

��B�
��B�

 5 MHz �ff��e�
�� MHz �ff��e�

M��� P�we� M���e�� P���=�7��B� -�8
-6�

-37
-�7

��B�
��B�

  5 MHz �ff��e�
�� MHz �ff��e�

M��� P�we� M���e�� P���=�6��B�
�HSDPA�� HSUPA MP�=���B�

-�7
-6�

-37
-�7

��B�
��B�

5 MHz �ff��e�
�� MHz �ff��e�

B��������� M���e�� P���=8��B� -�2
-5�

-37
-�7

��B�
��B�

  5 MHz �ff��e�
�� MHz �ff��e�

B��������� M���e�� P���=7��B�
�HSDPA�� HSUPA MP�=���B�

-��
-53

-37
-�7

��B�
��B�
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Electrical Characteristics for WCDMA Mode 
�� C�������������: ��� = 3.���� �e�� = 2.6��� T = 25°C�� ����/���� = 5��h��� T = 25°C�� ����/���� = 5��h�T = 25°C�� ����/���� = 5��h� 
�� S������� C���fi����������: 3GPP �DPCCH + �DPDCH� U�-����� ����e���� ���e��fie�� ��he�w���e. 3GPP �DPCCH + �DPDCH� U�-����� ����e���� ���e��fie�� ��he�w���e.�DPCCH + �DPDCH� U�-����� ����e���� ���e��fie�� ��he�w���e.DPCCH + �DPDCH� U�-����� ����e���� ���e��fie�� ��he�w���e.� U�-����� ����e���� ���e��fie�� ��he�w���e. U�-����� ����e���� ���e��fie�� ��he�w���e.U�-����� ����e���� ���e��fie�� ��he�w���e.

Characteristics Condition Min. Typ. Max. Unit

H��������� S����e�������� Se������
Th����

H��h P�we� M���e�� P���=29��B� -�6
-63

-35
-��

��B�
��B�

G����� ��� H����������� Se������ ������ Th���� � ��B

I����� �SW�  �.8 2.5:�

S���b������ �S�������� O������ ������ �SW� 5:��� A�� �h����e -6� ��B�

N����e P�we� ��� �� B������ ����=�.2�� H��h P�we� M���e�� P���=29��B� -�36.5 -�35 ��B�/Hz

GPS B������ N����e ����=�.2�� H��h P�we� M���e�� P���=29��B� -��� -�38 ��B�/Hz

ISM B������ N����e ����=�.2�� H��h P�we� M���e�� P���=29��B� -�5� -���

Ph����e D���������������� HPM↔MPM�� P���=�7��B�
MPM↔BPM�� P���=8��B�

�2
8

�5
�5

��e�
��e�

����e����e���� P���<28.25��B� & P���<5��B��� A�� �h����e��  
H��h P�we� M���e 

8:� �SW�

�. HSDPA
 -  3GPP TS 3�.�2�-�
 -  U��e� �������e��� �U��� �������������e ���e��fi��������; ������� ������������������ ������ �e�e������ ���DD�; P���� �: C������������e ���e��fi��������
 -  A����e� C ����������ve�: Me������e�e��� �h������e���
 -  C.��.� U� �e�e�e���e �e������e�e��� �h������e� ��� HSDPA �e�����
 -  T��b�e C.��.�.�: β v����e�� ��� ������������e� �h�������e��������� �e����� w��h HS-DPCCH
 -  S�b-�e��� 2 �CM=�.���B�� MP�=�.���B�

2. HSUPA
 -  3GPP TS 3�.�2�-�
 -  U��e� �������e��� �U��� �������������e ���e��fi��������; ������� ������������������ ������ �e�e������ ���DD�; P���� �: C������������e ���e��fi��������
 -  A����e� C ����������ve�: Me������e�e��� �h������e���
 -  C.��.� U� �e�e�e���e �e������e�e��� �h������e� ��� ��-DCH �e�����
 -  T��b�e C.��.�.3: β v����e�� ��� ������������e� �h�������e��������� �e����� w��h HS-DPCCH ������ ��-DCH
 -  S�b-�e��� � �CM=�.���B�� MP�=�.���B�
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Footprint
A�� ����e���������� ���e ��� ������e�e�

PIN Description

Pin # Name Description
� ���� DC S������ �������e

2 ������ ��� I�����

3 �b� B��������� C������� 

� �����e M���e C�������

5 �e�� PA ������b�e

6 GND G�������

7 GND G�������

8 ������ ��� O�����

9 GND G�������

�� ���2 DC S������ �������e

1.90 1.70

0.85

1.20 1.90

0.40

0.40

0.10

X-Ray Top View

Package Dimensions
A�� ����e���������� ���e ��� ������e�e�

4 ± 0.1

2

3

4

4 ± 0.1

Pin 1 Mark

1

0.6

0.9 ± 0.1

5

9

8

7

10

6

Marking Specification
Pin 1 Mark

AVAGO

ACPM-7332

PYYWW

AAAAA

Manufacturing Part Number

Lot Number
P Manufacturing info
YY Manufacturing Year
WW Work Week
AAAAA Assembly Lot Number



6

Figure 1. PDF and Current 

CoolPAM
Av���� Te�h�������e��’ C���PAM ��� ������e-b��������� PA �e�h����-
���� wh��h ����ve�� ���e ��we� �������e�� w��h ����ve�������-
��� PA. W��h �h��� �e�h���������� �he ACPM-7332 h���� ve��� ��w 
���e���e��� ����e����� ������ e�����e����e�� ��� ��w ������ �e����� 
������ ��we� ������e�� ���e h��h. 

Incorporation of bias circuit
The ACPM-7332 h���� ����e������ b����� ��������� wh��h �e��ve�� 
�he ��ee�� ��� e��e������ ������������ v������e ������e ��DO�. PA 
���/�ff ��� ���������e�� b�� �e��. Th��� ��� ������������ �������� ����.

3-mode power control with two mode control pinspower control with two mode control pinsower control with two mode control pinscontrol with two mode control pinsontrol with two mode control pins
The ACPM-7332 ���������� �h�ee ��we� ����e�� �b��������� 
��we� ����e/���� ��we� ����e/h��h ��we� ����e� w��h 
�w� ����e �������� ������ ������e ������ �b��. Th��� �������� 
���he�e e����b�e�� �he ACPM-7332 �� ����ve ��we� ���������-
����� ���e�� wh��h ��������������� ��ve�� e��e����e�� ����� ���e.

PD�� ����b��b������ ��e�������� ����������� ��h�w���� ��������b������ 
�� ������ ��we� �� ��b��e ��� �e��� fie��� ��ve�� ����v������� 
��� ������e-b��������� PA. O����� ��we� ��� �e���� �h���� �6��B� ��� 
����� �� ��e�������� ���e ��������� ������������ ��� �� ��� ����������� 
�� ����ve ��we� �������������� ��� ��w ������ �e����� ������ 
��we� ������e��.

Average current & Talk time
Ave����e ����e��� ��������e�� b�� PA ����� be ����������e�� b�� 
��������� �� ����e��� ��� e���h ������ ��we� we��h�e�� w��h 
���b��b������. S� �� ��� e���e����e�� w��h ����e��������� �� ��������-
�������� �� ����e��� ������ ���b��b������ ��� e���h ������ ��we�.     

Ave����e ����e��� = ƒ �PD�� � C���e�������         

T���� ���e ��� e��e����e�� ���e ���� ��ve����e ����e��� ���������-e��e����e�� ���e ���� ��ve����e ����e��� ���������- ���e ���� ��ve����e ����e��� ���������-���������-
����� ��� ��we�e��. ��� ��we�e��.

Mode control pinspinsins
�����e ������ �b� ���e ������������ ���������e�� b�� b����eb������ ������ 
�he�� �������� �he ��e�������� ����e �� �he PA. The ��e�������� 
����� ���b�e ��� ���������ze�� ��� �he ����e 2. The��e ������ ��� ���� 
�e����e ������������ v������e ��� ����e�����e. 

UMTS PA performance comparison 
�� C���PAM � ������ C���PAM 5

Icc Comparison of CP5 to CP4 (Avago CoolPAM) 
The 5�h �e��e�������� �� C���PAM �e�h���������� ACPM-7332  
����� ����������������� �e����e I�� ���w�� �� 3�A ��� b��������� ����e�� 
wh��h �����ve�� �ve����� ����� ���e ������ b����e��� ������e ���e 
�� h��������e� ���e �������e�� w��h �he CP�.
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Application on mobile phone board
 A������������ e������e ��� ��b��e ��� ��h�w�� be��w. C� ������ C5 
��h����� be �����e�� �����e �� ����� ������ ������.  B��������� ���� C��� 
C2 ������ C3 ��h����� be ������ �����e�� ��e���b�� ���� ����5�� ����� 
������ ����3�� �e���e���ve���. The �e����h �� �����-PA ������������������ 
����e ��h����� be �������ze�� �� �e����e ����e ������.

Peripheral Circuits

PCB layout and part placement on phone board

1

2

3

4
Via hole

PCB guideline on phone board

N��e
�. T� ��eve��� v������e ������� ����e �he b����� ����e�� ���� w���e ���� �������b�e �P����v������e ������� ����e �he b����� ����e�� ���� w���e ���� �������b�e �P����������� ����e �he b����� ����e�� ���� w���e ���� �������b�e �P��������e �he b����� ����e�� ���� w���e ���� �������b�e �P����������b�e �P����P�������� 

����e�.
2. U��e ������� v��� h��e�� �� �e���e �ff PA ��� ������ ������ ������ �����e�� ��� h��e�� �� �e���e �ff PA ��� ������ ������ ������ �����e�� ����� �� �e���e �ff PA ��� ������ ������ ������ �����e�� ������ ������ ������ �����e�� ��������� �����e�� ������ �����e�� ��������e�� ��� 

be��e� ������������. O����� ��������� �� �he PA ��h����� be ��������e�� ���������������. O����� ��������� �� �he PA ��h����� be ��������e�� ����O����� ��������� �� �he PA ��h����� be ��������e�� ��������� ��������� �� �he PA ��h����� be ��������e�� ���� �� �he PA ��h����� be ��������e�� ���� ��h����� be ��������e�� ���� 
������ ��������� ������ �he �e�e�ve ���������. O����� ��������� ��h����� ���� be �e����������� ������ �he �e�e�ve ���������. O����� ��������� ��h����� ���� be �e���he �e�e�ve ���������. O����� ��������� ��h����� ���� be �e��. O����� ��������� ��h����� ���� be �e�� 
����� PA ������. �G�ee�� ����e�

3. U��e v��� h��e�� �� ������e�� ���e� �������� �����e�� �� ����e������ �������� h��e�� �� ������e�� ���e� �������� �����e�� �� ����e������ ���������� �� ������e�� ���e� �������� �����e�� �� ����e������ ���������������� �����e�� �� ����e������ �������� �� ����e������ ���������������� 
������e��. The�� he�� he��� ����e���� ��� ���e e�������� ������ ��������������� �he��. The�� he�� he��� ����e���� ��� ���e e�������� ������ ��������������� �he. The�� he�� he��� ����e���� ��� ���e e�������� ������ ��������������� �heThe�� he�� he��� ����e���� ��� ���e e�������� ������ ��������������� �hehe�� he��� ����e���� ��� ���e e�������� ������ ��������������� �hehe��� ����e���� ��� ���e e�������� ������ ��������������� �he 
b������ �e��e������e ����� be ��we�e��. The�� ������ he�� �� �����ve ���The�� ������ he�� �� �����ve ���he�� ������ he�� �� �����ve ���he�� �� �����ve ��� �� �����ve ������ 
�����b������ ��e���w �������e�.�e���w �������e�.e���w �������e�.

�. PA wh��h h���� �� �������� ����� �e����e�� ������� v��� h��e�� wh��h �� �h����h�������� ����� �e����e�� ������� v��� h��e�� wh��h �� �h����h ����� �e����e�� ������� v��� h��e�� wh��h �� �h����h h��e�� wh��h �� �h����h wh��h �� �h����hwh��h �� �h����h 
���� �he �����e��� ��e�� �������e�.�����e��� ��e�� �������e�.�e�� �������e�.e�� �������e�.

C7

C8

BB

C3 L1

output matching circuit

ACPM-7332

PA_ON

PA_R0
PA_R1

Vcc1
IN
Vbp
Vmode
Ven

Vcc2
GND
OUT
GND
GND

C2

TX
filter

RF In
Coupler

RF Out

C1

C9

C4 C5

C6

VBATT
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Metallization

Solder Mask Opening

0.7

0.5

0.55

0.85

2.4

1.8

Solder Paste Stencil Aperture

0.6 0.5

1.6

2.0

0.85

0.4

PCB Design Guidelines
The �e����e����e�� PCB ������� �����e��� ��� ��h�w�� ��� fi���e�� 
��� �he �e�� �����e. The ���b�������e ��� �����e�� w��h ������e� ������ 
be�wee�� �he I/O ������ ����������ve ��������e �� ����e�� �he 
����� ������� ���� ��h��� ������� �h��� ��� ������e�� b�� ������e� 
b�ee������/b���������. 

Stencil Design Guidelines
A ����e���� ��e������e�� ������e� ����ee�� �� ���e����� ��� �e����e�� 
�� e������e ������� �������� �� ������e� ������e ��� ��e������e�� 
����� �he PCB �������. 

The �e����e����e�� ���e����� �������� ��� ��h�w�� he�e. �e�������� 
�he ���e����� ��e������ ����� ���e���������� �e��e����e ���e v������. 
O�� �he ��he� h�������� ���e����� ��e�������� �����e� �h���� ���% w��� 
�e���� �� e��e�����ve ������e� ������e ���e��� �� b��������� ��������� 
�he I/O ������� �� ����������ve ��������e �� ����j���e��� I/O �������. 
C��������e����� �he ����� �h��� ������e� ������e �h�����e���� w��� 
����e����� ��ffe�� �he ��������� �� �he ������e� j������� �� ����� �h���e 
��� �� ���e �����e� ��� ���e����� �������e�� �� �.������������� �� 
�.�27���5������ �h��� ���������e���� ���ee� wh��h ��� ������b�e �� 
����������� �he �e����e�� fi��e ���e����� �������e.

0.85

0.4

0.6

Ø 0.3mm
on 0.6mm pitch

0.50.25
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Evaluation Board Description

Evaluation Board Schematic

1 Vcc1

2 RF In

3 Vbp

4 Vmode

5 Ven

Vcc2 10

GND  9

RF Out 8

GND  7

GND  6
Ven

Vmode0

RF In

Vcc1 Vcc2

RF Out

C1
100pF

C2
100pF

C7
2.2uF

C6
1000pF

C4
1000pF

C5
2.2uF

Vmode1

C3
100pF

C3 C2 C1

C4 C6

C5 C7

C5 C7

   AVAGO
   ACPM-7332
   PYYWW
   AAAAA
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Tape and Reel Information

AVAGO
ACPM

-7332
PYYW

W
AAAAA

Dimension List

Annote Millimeter Annote Millimeter
A� �.��±�.�� P2 2.��±�.�5

B� �.��±�.�� P�� ��.��±�.2�

K� �.7�±�.�� �� �.75±�.��

D� �.55±�.�5 �� 5.5�±�.�5

D� �.6�±�.�� W �2.��±�.3�

P� �.��±�.�� T �.3�±�.�5

P� 8.��±�.��

T���e ������ �ee� �������� �� � �� � � ��.
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Reel Drawing

NOT��S:
�. �ee� ��h���� be ���be�e�� w��h �he �����w���� 
    �������������� ����� �� ���������.

��. �������������e��� �����e �� �����b�� 
b. Av���� Te�h�������e�� ����� ����be�
�. ����h����e ����e� ����be� 
��. �����e ����e 
e. ����������� �� �������

2. A �e��� ����e �� �����������e �� �� �� ��h���� 
    be ������e��  ������ ������������� e���h ��h���e���
    �� ��������.
3. �ee� ����� ���� be �����e w��h �� ����������  
    �z���e ��e��e����� ����e�������.
�. A�� ����e���������� ��� ������e�e��� ����

50 min.

12.4 +2.0
-0.0

18.4 max.

25
min wide (ref)

Slot for carrier tape  
insertion for attachment  
to reel hub  (2 places 180° apart)

BACK VIEW

FRONT VIEW

178

Shading indicates  
thru slots

+0.4
-0.2

21.0 ± 0.8

13.0 ± 0.2

1.5 min.

P�������� �ee� �������� ����� ����e���������� ���e ��� ������e�e����
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Handling and Storage
ESD (Electrostatic Discharge)
���e������������ ������h����e ������� ������������� ��� �he e��v�����-
�e���. W��h �he �����e����e ��� v������e ���e��������� �he ����e� �� 
��e�������z������� �� ������h����e w��� be �����h�. I� �he �������e�� 
������h����e ����e ��� �h����h �� ��e������������� ��ev��e�� ��e-
��������ve ��������e w��� �e�����.

��SD ������e��e������e �e�h����� ��h����� be ��eve���e�� ������ 
���e�� �� �������� ���e������� ��SD ��������e �������� h����������� ��� 
�� ��������� e��v������e��� ��� e���h ����������������� ����e.

MSL (Moisture Sensitivity Level) 
P�������� e�������������e�� ��������e ������ ��������e ��� ��e�������ve �� 
��������e �������e�� b�� ��b����be�� ��������e ������ �e��e������e.

Av���� Te�h�������e�� �����w�� J��D��C S������������ J-STD �2�B. 
�����h �������e��� ������ ��������e ����e ��� ���������fie�� ��� 
��������e ��e�������v���� b�� ���������� �� ����w�� ����� ��������e ��� 
v�������� �e��e������e�� ������ �e�����ve h����������� ������ ���e��. 
A��e� �������� �he �������e����� ���e ���bje��e�� �� �h�ee ����-
��e����ve ���������e�� �efl�w��. 

The ��� �� b��� e�������e ���e �������� ������� ���e ��e-
�e�����e�� b�� �he ���������fi�������� �e��� ��e�����be be��w wh��h 
����e���������� �� �� MS� ���������fi�������� �eve� 6 �� � ������������ 
�� �he J��D��C �������������� IPC/J��D��C J-STD-�2�B ������ J-STD-
�33.

ACPM-7332 ��� MS�3. Th����� ������������ �� �he J-STD-�33 
�.�� �he �������� M������������e��� ���������e T��e �M��T� 
��� �h��� ����� ��� �68 h�����. A��e� �h��� ���e �e������� �he ����� 
w����� ��ee�� �� be �e��ve�� ���� �he �ee��� ��e-����e�� ������ 
�he�� �e-b���e��. MS� ���������fi�������� �efl�w �e��e������e ��� 
�he ACPM-7332 ��� �����e�e�� ��� 26�°C +�/-5°C. ������e ������ 
���b�e ��� ��e�� ����e ��h�w ��������� SMT ���fi�e ��� �������� 
�e��e������e �� 26� +�/-5°C. 

Moisture Classification Level and Floor Life

MS� �eve� ������ ���e ���� �� b���� ��� ��������� ���b�e��� = < 3�°C/6�% �H �� ���� ������e��

� U�������e�� ��� = < 3�°C/85% �H

2 � ��e���

2�� � wee���

3 168 hours

� 72 h�����

5 �8 h�����

5�� 2� h�����

6 M������������� b���e be���e ���e. A��e� b���e�� ����� be �efl�we�� w��h��� �he ���e ����� ���e��fie�� ��� �he ���be�

N��e :
�. The MS� �eve� ��� �����e�� ��� �he MS� ���be� ��� e���h ��h������� b���.



�3

Reflow Profile Recommendations
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Preheat
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T�������� SMT �efl�w P��fi�e ��� M������� Te��e������e = 26� +�/-5°C.

Typical SMT Reflow Profile for Maximum Temperature = 260 +0/-5°C

Profile Feature Sn-Pb Solder Pb-Free Solder

Ave����e �����-�� ����e �T� �� TP� 3°C/��e� ���� 3°C/��e� ����

P�ehe���
   �� Te��e������e M��� �T�������
   �� Te��e������e M��� �T�������
   �� T��e ����� �� ����� �����

���°C
�5�°C
6�-�2� ��e�

�5�°C
2��°C
6�-�8� ��e�

T������ �� T�
   �� �����-�� ����e 3°C/��e� ����

T��e ������������e�� ��b�ve:
   �� Te��e������e �T��
   �� T��e �T��

�83°C
6�-�5� ��e�

2�7°C
6�-�5� ��e�

Pe��� �e��e������e �T�� 2�� +�/-5°C 26� +�/-5°C

T��e w��h��� 5°C �� �������� Pe��� Te��e������e ���� ��-3� ��e� 2�-�� ��e�

�����-���w�� ����e 6°C/��e� ���� 6°C/��e� ����

T��e 25°C �� Pe��� Te��e������e 6 ���� ����. 8 ���� ����.
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Storage Condition
P�������e�� ��e�����be�� ��� �h��� ������e��� ����� be �����e�� 
��� ��e���e�� ��������e b�����e��� �������������� b�����. She�� ���e ��� �� 
��e���e�� ��������e b�����e� b��� ��� �2 �����h�� ��� <��°C ������ 
9�% �e�����ve h��������� ��H� J-STD-�33 �.7.

Out-of-Bag Time Duration 
A��e� ������������ �he ��ev��e ����� be ������e�e�� �� �he PCB 
w��h��� �68 h����� ���� �����e�� ��� �he J-STD-�2�B �.�� w��h 
��������� �������������� <3�°C ������ 6�% �H.

Baking
I� ��� ���� ��e�e��������� �� �e-b���e �he ����� �� b��h �������������� 
���������e �������������� ������ ���-�� b��� ��������������� h��ve bee�� 
��������fie��. B������� ����� be �����e �� ��� �e����� ���e �� �he ����-
���������� ��b�ve h��ve ���� bee�� ��������fie��. The b������� �������-
������� ���e �25°C ��� �2 h����� J-STD-�33 �.8.

CAUTION
T���e ������ �ee� ����e������� ������������ ��������� be b���e�� ��� �he 
�e��e������e ��e�����be�� ��b�ve. I� ���-��-b��� e�������e 
���e ��� e��ee��e���� ������� ����� be b���e�� ��� �� �����e� ���e 
��� ��w �e��e������e���� �� �he ������� ����� be ��e-�ee�e���� ��e-
����e���� �e-b���e�� ������ �he�� ��� b���� ��� ����e ������ �ee�. �See 
��������e ��e�������ve w��������� ���be� ��� e���h ��h������� b��� ��� 
�������������� �� b��������.

Board Rework

Component Removal, Rework and Remount  
I� �� �������e��� ��� �� be �e��ve�� ���� �he b�������� �� ��� 
�e����e����e�� �h��� �������ze�� he������� be ���e�� ������ �he 
�������� b����� �e��e������e�� �� ������ ��������e ������ 
�������e��� ��� �he b������ ���� e��ee�� 2��°C. Th��� �e�h��� 
w��� �������ze ��������e �e����e�� �������e��� ��������e. I� ������ 
�������e��� �e��e������e e��ee���� 2��°C�� �he b������ ����� 
be b���e�� ����� �e� �-2 ����� �� �ew��� ������/�� �������e��� 
�e��v���. C������e��� �e��e������e�� ��h���� be �e������e�� ��� 
�he ��� �e���e� �� �he ��������e b�����. A���� SMD ��������e�� 
�h��� h��ve ���� e��ee��e�� �he�� fl��� ���e ����� be e�����e�� �� 
�� �������� b����� �e��e������e ���� h��h ���� �he�� ���e��fie�� 
�������� �efl�w �e��e������e.

Removal for Failure Analysis
N�� �����w���� �he ��b�ve �e����e�e����������������e��������e/ �����������e��������e/����� ������e ��������e/
�efl�w ��������e �h��� ������ h�����e� �� �����e�e��� ��eve��� ��������e �h��� ������ h�����e� �� �����e�e��� ��eve�����������e �h��� ������ h�����e� �� �����e�e��� ��eve��� �����e�e��� ��eve��������e�e��� ��eve��� 
�he ��e�e������������ �� �he ���������� �������e �e�h��������.��e�e������������ �� �he ���������� �������e �e�h��������.e�e������������ �� �he ���������� �������e �e�h��������. �e�h��������.�e�h��������.

Baking of Populated Boards
S��e SMD ��������e�� ������ b������ ����e������� ���e ���� ��b�e �� 
w��h��������� ����� ����������� b���e�� ��� �25°C. ��������e�� �� �h��� 
���e ����e ���-� ����e��������� wh��h ��������� w��h��������� �� 2� h� 
b���e ��� �25°C. B����e��e�� ������ e�e���������� ������������� ���e 
������ �e��e������e ��e�������ve. W��h �������e��� ������ b������ 
�e��e������e �e������������� ��� �������� �h����e �� b���e �e�-
�e������e ���� T��b�e �-� ��� J-STD �33; �he�� ��e�e�����e �he 
������������e b���e ����������� b����e�� ��� �he �������e��� �� 
be �e��ve��. ���� ��������������� ���������e���������� ��ee IPC-77�� 
������IPC-772�.

Derating due to Factory Environmental Conditions
���������� fl��� ���e e�������e�� ��� SMD ��������e�� �e��ve�� 
���� �he ����� b����� w��� be �� ���������� �� �he ���b�e��� e��v�-
�����e������ ��������������. A �����e�� ��e� ������e�v����ve�� h����������� 
���������h ��� �� e�����e �he SMD ��������e�� ������ �� �� �he 
�������� ���e ������� ��� e���h ��������e ��e�������v���� �eve� 
���� ��h�w�� ��� ��e�� ���b�e. Th��� ���������h�� h�weve��� ���e�� ���� 
w��� �� �he ��������� h��������� �� �e��e������e ��� ��e���e� 
�h���� �he �e������� �������������� �� 3�°C/6�% �H. A ���������� 
��� �������e�������� �h��� ���b�e� ��� �� ��e����e �he e�������e 
���e�� b����e�� ��� �he ����w�e���e �� ��������e ���ff������� ��� 
�he �������e��� ��������e ����e������� �e�. J��SD22-A�2��. 
�e����e����e�� e���v���e��� ������ fl��� ���e e�������e�� ����� 
be e��������e�� ��� �� ������e �� h��������e�� ������ �e��e������e�� 
b����e�� ��� �he ���������� ��������� �h�����e���� ��� e���h ��ev��e.

T��b�e ��� ��e�� ����e ������� e���v���e��� ��e����e�� fl��� ��ve�� ��� 
h��������e�� ���������� ���� 2�-9�% �H ��� �h�ee �e��e���-
���e�� 2�°C�� 25°C�� ������ 3�°C.

T��b�e ��� ��e�� ����e ��� ���������b�e �� SMD�� �����e�� 
w��h ���v������� b��he����� �� ������������������ e����� ����� 
������������. The �����w���� ���������������� we�e ���e�� ��� ����-
���������� �h��� ���b�e:

�.  A���v������� ����e���� ��� ���ff������� = �.35e� ��������e��� 
����w��   v����e�.

2.  ���� ≤6�% �H�� ���e D�ff����v���� = �.�2�e�� �-�.35e�/�T� 
��2/�� ��h��� ���e�� �������e��� ����w�� D�ff����v���� @ 3�°C�.

3. ���� >6�% �H�� ���e D�ff����v���� = �.32�e�� �-�.35e�/�T� 
��2/�� ��h��� ���e�� �����e��� ����w�� D�ff����v���� @ 3�°C�. D�ff����v���� @ 3�°C�.D�ff����v���� @ 3�°C�.
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Recommended Equivalent Total Floor Life (days) @ 20°C, 25°C & 30°C, 35°C
���� IC�� w��h N�v������� B��he����� ������ M����������������� ������e�� ��efl�w ��� �����e �e��e������e ��� wh��h �he �������e��� w���� 
���������fie��� M������� Pe��e��� �e�����ve H���������

Maximum Percent Relative Humidity
Package Type and
Body Thickness

Moisture Sensitivity 
Level 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

B����� Th�����e���� ≥3.� ��
I����������� PQ��P�� >8� ������
P�CC�� ��������e�
A�� MQ��P��
��
A�� BGA�� ≥� ��

�eve� 2�� ∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

9�
�2�
�67
23�

��
6�
78
��3

32
��
53
69

26
33
�2
57

�6
28
36
�7

7
��
��
�9

5
7
��
�3

�
6
8
��

35°C
3�°C
25°C
2�°C

�eve� 3 ∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

8
��
�3
�7

7
9
��
��

6
8
��
�3

6
7
9
�2

6
7
9
�2

�
5
7
��

3
�
6
8

3
�
5
7

35°C
3�°C
25°C
2�°C

�eve� � ∞
∞
∞
∞

3
5
6
8

3
�
5
7

3
�
5
7

2
�
5
7

2
3
5
7

2
3
�
6

2
3
3
5

�
2
3
�

�
2
3
�

35°C
3�°C
25°C
2�°C

�eve� 5 ∞
∞
∞
∞

2
�
5
7

2
3
5
7

2
3
�
6

2
2
�
5

�
2
3
5

�
2
3
�

�
2
2
3

�
�
2
3

�
�
2
3

35°C
3�°C
25°C
2�°C

�eve� 5�� ∞
∞
∞
∞

�
2
3
5

�
�
2
�

�
�
2
3

�
�
2
3

�
�
2
3

�
�
2
2

�
�
�
2

�
�
�
2

�
�
�
2

35°C
3�°C
25°C
2�°C

B����� 2.� ��
≤ Th�����e����
<3.� �� ������������
P�CC�� ��e�������������
�8-32 ����
SOIC�� �w���e b������
SOIC�� ≥2� ��������
PQ��P�� ≤8� ������

�eve� 2�� ∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

58
86
��8
∞

3�
39
5�
69

22
28
37
�9

3
�
6
8

2
3
�
5

�
2
3
�

35°C
3�°C
25°C
2�°C

�eve� 3 ∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

�2
�9
25
32

9
�2
�5
�9

7
9
�2
�5

6
8
��
�3

5
7
9
�2

2
3
5
7

2
2
3
5

�
2
3
�

35°C
3�°C
25°C
2�°C

�eve� � ∞
∞
∞
∞

5
7
9
��

�
5
7
9

3
�
5
7

3
�
5
6

2
3
�
6

2
3
�
5

�
2
3
�

�
2
2
3

�
�
2
3

35°C
3�°C
25°C
2�°C

�eve� 5 ∞
∞
∞
∞

3
�
5
6

2
3
�
5

2
3
3
5

2
2
3
�

2
2
3
�

�
2
3
�

�
�
2
3

�
�
�
3

�
�
�
2

35°C
3�°C
25°C
2�°C

�eve� 5�� ∞
∞
∞
∞

�
2
2
3

�
�
2
2

�
�
2
2

�
�
2
2

�
�
2
2

�
�
2
2

�
�
�
2

�.5
�.5
�
2

�.5
�.5
�
�

35°C
3�°C
25°C
2�°C

B����� Th�����e���� <2.� ��
������������ SOIC�� <�8 ����
A�� TQ��P���� TSOP��
��
A�� BGA�� <� �� b�����
�h�����e����

�eve� 2�� ∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

�7
28
∞
∞

�
�
2
2

�.5
�
�
2

�.5
�
�
�

35°C
3�°C
25°C
2�°C

�eve� 3 ∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

8
��
��
2�

5
7
��
�3

�
�
2
2

�.5
�
�
2

�.5
�
�
�

35°C
3�°C
25°C
2�°C

�eve� � ∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

7
9
�2
�7

�
5
7
9

3
�
5
7

2
3
�
6

�
�
2
2

�.5
�
�
2

�.5
�
�
�

35°C
3�°C
25°C
2�°C

�eve� 5 ∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

7
�3
�8
26

3
5
6
8

2
3
�
6

2
2
3
5

�
2
3
�

�
�
2
2

�.5
�
�
2

�.5
�
�
�

35°C
3�°C
25°C
2�°C

�eve� 5�� ∞
∞
∞
∞

7
��
�3
�8

2
3
5
6

�
2
3
�

�
�
2
3

�
�
2
2

�
�
2
2

�
�
�
2

�.5
�
�
2

�.5
�.5
�
�

35°C
3�°C
25°C
2�°C
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